股份有限公司
 編號：G-01                            製程FMEA                                         Page 1of 3
	項目：*通用型
	製程別：SMT製程
	編 製 人：***

	品名：不適用
	工程放行日期 / 主要生產日期：不適用
	FMEA日期：(原始) Jan.01.2002 (修訂)                

	跨功能小組：***、***、***、***、***、*                                                                                                              

	製程功能

製程要求
	潛在失效

模式
	失效的潛在效果
	嚴

重

性
	等

級
	失效的潛在原因與結構
	發

生

性
	現行製程管制
	偵

測

性
	R

P

N
	推薦措施
	推薦措施之負責單位/人員及完成日期
	改正後結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	採取的措施
	嚴

重

性
	發

生

性
	偵

測

性
	R

P

N

	
	
	
	
	
	
	
	預防
	偵測
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	錫膏印刷                       Solder paste printing
	錫少       Insufficent solder
	無完整的焊接效果
	7


	
	印刷參數設定不當       Improper set-up

	2


	
	製程中抽檢錫膏印刷品質  Automated printing of solder with stencil, in process sampling
量測紀錄表
	2


	28


	無

	無

	無

	
	
	
	

	
	
	
	7

7
	
	鋼板開孔太小
	1
	
	鋼板驗收單
	2
	14
	無
	無
	無
	
	
	
	

	
	錫膏印刷連接一起            Bad solder paste alignment
	短 路
	7
	
	印刷參數設定不當       Improper set-up
	2
	製程中抽檢錫膏印刷品質  Automated printing of solder with stencil, in process sampling
	量測紀錄表
	2
	28
	無
	無
	無 
	
	
	
	

	
	錯誤的錫膏成分         Improper Solder
	銲錫性不佳
	6
	
	錫膏取用不當            Improper use solder
	1
	製程中稽核
	錫膏取用紀錄表             Check solder type , in process sampling
	2
	12
	無
	無
	無
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	製程功能

製程要求
	潛在失效

模式
	失效的潛在效果
	嚴

重

性
	等

級
	失效的潛在原因與結構
	發

生

性
	現行製程管制
	偵

測

性
	R

P

N
	推薦措施
	推薦措施之負責單位/人員及完成日期
	改正後結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	採取的措施
	嚴

重

性
	發

生

性
	偵

測

性
	R

P

N

	
	
	
	
	
	
	
	預防
	偵測
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	置件     SMD component placement
	使用錯誤零件                     Wrong component
	電氣功能不良               Electrical failure
	7
	
	程式設定不當                Improper Machine set-up
	2
	首件檢查管制                                   First piece control
	每次換線
	2
	28
	無
	無
	無
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	人員換料錯誤
	2
	換料紀錄表
	每次換料
	2
	28
	無
	無
	無
	
	
	
	

	
	零件擺放位置偏移                Bad placements
	不符合規範要求
	6
	
	程式設定不當                Improper Machine set-up
	2
	
	目檢紀錄表
	2
	24
	無
	無


	無
	
	
	
	

	
	缺件
	電氣功能不良               Electrical failure
	7
	
	吸嘴磨損
	2
	每二週吸嘴保養
	
	2
	28
	無
	無
	無
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	真空不足
	1
	設備保養
	
	2
	28
	無
	無
	無
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	支撐棒高度不一
	2
	每月量測
	
	2
	28
	無
	無
	無
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	製程功能

製程要求
	潛在失效

模式
	失效的潛在效果
	嚴

重

性
	等

級
	失效的潛在原因與結構
	發

生

性
	現行製程管制
	偵

測

性
	R

P

N
	推薦措施
	推薦措施之負責單位/人員及完成日期
	改正後結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	採取的措施
	嚴

重

性
	發

生

性
	偵

測

性
	R

P

N

	
	
	
	
	
	
	
	預防
	偵測
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	迴焊爐                Solder reflow
	迴焊爐溫太高        Solder temperature too high
	零件造成損壞不良Component damage
	7
	
	控溫器損壞,
Temperature controller damage
	2
	每換線及每日PROFILE測量
	爐溫量測
	2
	28
	無
	無
	
	
	
	
	

	
	
	
	7
	
	設定不當, improper setting
	2
	參數標準化
	每換線及每日PROFILE測量
	
	
	無
	無  
	
	
	
	
	

	
	迴焊爐溫太低        Solder temperature too low
	零件冷焊                           Cold solder joints
	7
	
	控溫器損壞,
Temperature controller damage,
	2
	爐溫量測
	每換線及每日PROFILE測量
	2
	28
	無
	無
	
	
	
	
	

	
	
	
	7
	
	設定不當 improper setting
	2
	爐溫量測
	每換線及每日PROFILE測量
	2
	28
	無
	無
	
	
	
	
	

	
	助焊劑殘留
	板面不潔
	6
	
	未依設備保養程序進行
	2
	設備保養
	設備點簡表
	2
	24
	無
	無
	
	
	
	
	

	
	
	焊接不良
	7
	
	未依設備保養程序進行
	2
	設備保養
	設備點簡表
	2
	24
	無
	無
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